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证券代码：300661                                                    证券简称：圣邦股份                                                    公告编号：2025-011 

圣邦微电子（北京）股份有限公司 

2024 年年度报告摘要 

一、重要提示 

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定

媒体仔细阅读年度报告全文。 

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 

非标准审计意见提示 

□适用 不适用 

公司上市时未盈利且目前未实现盈利 

□适用 不适用 

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 

适用 □不适用 

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 473,745,179 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送

红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 

□适用 不适用 

二、公司基本情况 

1、公司简介 

股票简称 圣邦股份 股票代码 300661 

股票上市交易所 深圳证券交易所 

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 

姓名 张勤 赵媛媛 

办公地址 北京市海淀区西三环北路 87 号 11 层 4-1106 北京市海淀区西三环北路 87 号 11 层 4-1106 

传真 010-88825397 010-88825397 

电话 010-88825397 010-88825397 

电子信箱 investors@sg-micro.com investors@sg-micro.com 

2、报告期主要业务或产品简介 

（1）公司的经营范围和主营业务 

公司是专注于高性能、高品质模拟集成电路研究、开发与销售的高新技术企业。产品全面覆盖信号链和电源管理两大

领域，拥有 34 大类 5,900 余款可供销售产品，其中信号链类模拟芯片包括各类运算放大器、仪表放大器、比较器、SAR 模

数转换器（SAR ADC）、Δ-Σ 模数转换器（Δ-Σ ADC）、Pipeline 模数转换器（Pipeline ADC）、数模转换器（DAC）、模
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拟前端（AFE）、音频功率放大器、Audio DAC、视频缓冲器、线路驱动器、模拟开关、温度传感器、电平转换芯片、接

口电路、电压基准芯片、小逻辑芯片等；电源管理类模拟芯片包括 LDO、系统监测电路、DC/DC 降压转换器、DC/DC 升

压转换器、DC/DC 升降压转换器、背光及闪光灯 LED 驱动器、AMOLED 电源芯片、PMU、负载开关、过压保护、

ESD/TVS、电池充放电管理芯片、电池保护芯片、马达驱动芯片、MOSFET 驱动芯片、MOSFET 等。同时，公司在信号链

和电源管理两大领域的众多品类中不断推出车规级新产品。 

公司的模拟芯片产品可广泛应用于工业控制、汽车电子、通讯设备、消费类电子和医疗仪器等领域，以及物联网、新

能源、机器人和人工智能等新兴市场。 

报告期内的公司主营业务未发生重大变化。 

（2）公司主要经营模式 

1）盈利模式 

公司通过设计、代工制造并销售自主知识产权的模拟集成电路产品，满足终端电子产品客户对高性能、高品质模拟集

成电路元器件的需求，从而获得收入和利润。公司的产品需要根据市场的需求以及客户的实际应用要求，进行有针对性的

定义及设计开发，并按照公司的技术标准委托代工厂商进行生产制造，经过严格的性能测试后，成为合格产品。公司所有

产品均为自主研发，拥有完全自主知识产权，全部符合 REACH SVHC 和 RoHS2.0 绿色环保标准，综合性能品质达到国际

同类产品的先进水平，部分关键技术指标达到国际领先。通过为客户提供优质可靠的产品、贴近的支持与服务以及良好的

性价比赢得了广大客户的信任与青睐，产品销量持续增长、客户群体不断扩大。 

2）研发模式 

公司十分重视技术研发，将产品设计与研发能力视为最重要的核心竞争力，建立了完备的研发管理体系与流程。公司

自创立以来一直坚持自主研发的发展路线，以技术创新为导向，不断加大研发投入，积累了一大批关键核心技术；同时针

对市场趋势及客户需求进行技术研发，及时为目标市场客户提供具有国际竞争力的产品及产品组合；在优先保障公司现有

产品技术研发的同时，积极进行下一代新技术、新产品的技术储备。报告期内，公司研发人员占公司员工总数的 74.09%，

新申请专利 162 件。 

3）生产模式 

公司属于无晶圆厂半导体（Fabless）公司，专注于集成电路的研发与销售，将生产环节外包给专业代工厂商，即公司

委托晶圆代工厂生产定制化晶圆，并交由封装测试厂进行封装测试，从而完成产品生产。公司通过严格的评估和考核标准

选择合格的供应商。报告期内，公司的晶圆制造商主要为台积电。台积电拥有先进的晶圆制造工艺和稳定可靠的产品性能，

是目前全球最大的晶圆代工厂商，其在晶圆代工市场占有率十几年来一直保持在 50%以上。公司自成立以来便和台积电展

开业务合作并保持着良好的合作关系。同时，公司也针对部分产品工艺需求和国内晶圆代工龙头中芯国际开展了晶圆代工

合作。报告期内，公司和全球排名前列的封装测试厂商如长电科技、通富微电、华天科技和嘉盛半导体等保持着长期成长、

稳定可靠的合作关系。此外，公司还积极加强与供应商的资源整合，不断拓展产能来满足客户需求。另外，公司在江苏省

江阴市规划建设的集成电路设计测试项目也顺利竣工， 2025 年投产后将承接部分特种测试业务。公司的常规封测业务仍然

以外包模式进行。 

4）销售模式 

根据集成电路行业惯例和企业自身特点，公司采用“经销为主、直销为辅”的销售模式。形成这一销售模式的原因为：

一是公司终端客户数量较多、分布较广，经销模式有利于提高销售环节的效率；二是经销商自身拥有广泛的客户资源，有

利于公司产品的有效推广。报告期内公司销售收入主要来源于经销模式，预计未来几年公司仍将采用“经销为主、直销为辅”

的模式进行产品销售。 

报告期内的公司主要经营模式未发生重大变化。 

（3）报告期内主要的业绩驱动因素 

2023年国内外经济低迷，全球宏观经济下行导致半导体销量整体放缓。进入 2024年，全球宏观经济开始复苏，半导体

行业也逐步进入周期上行阶段；同时半导体芯片市场需求也出现分化，工业、汽车芯片需求增长不及预期导致 TI、ADI 等

大厂营收下滑，库存修正周期仍未完成；另一方面，随着机器人、人工智能等新兴应用的快速发展，市场对高性能半导体

组件及配套芯片的需求也快速增加，为行业发展注入了新的活力，使得 2024 年全球半导体产业呈现出复苏与分化并存的特

征。面对复杂的市场环境及行业周期的变化，公司积极应对所面临的挑战，紧密跟踪市场和客户需求，快速推出符合市场

预期的新品，在巩固原有市场和客户的同时积极拓展新客户以及新的应用领域，为客户下一代新产品的开发提供最佳的模

拟芯片解决方案。 
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报告期内，公司经营状况稳定，实现营业收入 334,698.31万元，同比增加 27.96%；实现净利润 49,116.12万元，同比增

加 81.95%，其中，归属于母公司股东的净利润 50,024.79 万元，同比增加 78.17%。 

1）强化核心技术创新能力、产品种类和数量不断增加 

公司拥有较强的自主研发实力和创新能力，近二十余年来持续加大研发投入，使得核心技术创新能力进一步得以强化，

在信号链类模拟芯片和电源管理类模拟芯片两大领域积累了一批核心技术，推出了满足市场需求，并具有“多样性、齐套性、

细分化”特点的系列产品，部分产品关键技术指标达到国际领先水平。 

报告期内，公司推出一批具有世界先进水平、满足市场需求的新产品，包括高精度电压基准、具有负输入电压能力的

高速低边栅极驱动器、高效同步降压芯片、高隔离度高带宽双通道差分模拟开关、双向电荷泵、基于自主研发的 AHP-

COT-FB 架构的 DC/DC 降压芯片、四通道 AMOLED 显示屏电源芯片、同步 DC/DC 升压芯片、PWM 控制线性调光 LED 驱

动器、输入电压 60V同步 BUCK控制器、60nA超低功耗 DC/DC降压转换器芯片、高精度电流检测放大器、30kV双向 ESD

保护器件、8 通道 14 位 1MSPS低功耗 ADC、新一代高性能 24 位 Σ-ΔADC、N沟道低内阻小封装 30V/91A功率 MOSFET、

用于车载数字音频系统的 8 通道 32 位数模转换器、60V/6A 电子保险丝、低功耗 CSP 小封装高精度数字温度传感器、自动

方向感应 4-Bit双向电平转换器、支持全摆幅信号传输超低导通阻抗低失真的 SPDT模拟开关、4位双电源总线收发器等 700

余款，广泛覆盖到各个产品品类及细分应用领域。 

研发人员的增加、经验的积累和技术实力的提升，使得公司产品种类和数量不断增加。在既有产品持续活跃的基础上，

公司每年推出数百款新产品，使得公司的可销售产品数量持续累加，为公司业绩长期稳健成长提供了有力的支撑。 

2）品牌影响力进一步加强，客户拓展良好，应用领域拓宽 

公司产品服务于广泛市场、广泛客户，覆盖了百余个细分市场领域、几千家客户。报告期内，伴随着品牌影响力日益

加强，公司客户群持续扩大的同时，与客户合作的深度和广度也不断拓展；在市场方面，公司充分发挥产品在性能、品质

和服务等各方面的竞争优势，在工业控制、汽车电子、通讯设备、消费类电子和医疗仪器等应用领域保持了稳健的发展，

细分应用领域不断增加；在拓展既有市场领域的同时，公司也在物联网、新能源、人工智能、机器人等应用领域积极布局，

研发相关新品，占领市场先机、拓展市场份额。 

3）集成电路市场需求强劲、发展前景广阔 

2024 年，我国集成电路产业受到全球整体经济复苏缓慢等多重因素的影响增长有限，但从长远来看，信息化、智能化

浪潮以及包括机器人、人工智能、新能源汽车、光伏储能等新兴产业的快速发展依然会推动着电子信息产业不断前进，其

对集成电路的需求有望呈现增长势态，全球集成电路产业依然拥有广阔的发展前景。 

3、主要会计数据和财务指标 

（1） 近三年主要会计数据和财务指标 

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 

□是 否 

单位：元 

 2024 年末 2023 年末 
本年末比上年末

增减 
2022 年末 

总资产 5,771,119,556.50 4,706,853,231.69 22.61% 4,347,929,613.02 

归属于上市公司股东的净资产 4,609,226,482.20 3,850,547,539.29 19.70% 3,466,458,359.21 

 2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年 

营业收入 3,346,983,120.66 2,615,716,404.14 27.96% 3,187,549,913.33 

归属于上市公司股东的净利润 500,247,943.10 280,768,286.79 78.17% 873,673,497.74 

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

益的净利润 
451,159,069.34 211,774,004.01 113.04% 846,673,648.30 

经营活动产生的现金流量净额 549,337,594.89 170,670,822.08 221.87% 947,899,907.97 

基本每股收益（元/股） 1.0619 0.6011 76.66% 1.8872 

稀释每股收益（元/股） 1.0569 0.5930 78.23% 1.8534 

加权平均净资产收益率 11.90% 7.63% 4.27% 29.95% 



圣邦微电子（北京）股份有限公司 2024 年年度报告摘要 

4 

（2） 分季度主要会计数据 

单位：元 

 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 

营业收入 729,044,755.89 847,380,856.38 868,409,523.52 902,147,984.87 

归属于上市公司股东的净利润 54,383,429.78 124,266,317.90 106,251,879.83 215,346,315.59 

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

利润 
50,453,571.12 107,680,897.24 90,497,960.78 202,526,640.20 

经营活动产生的现金流量净额 -7,238,926.56 322,026,506.58 90,194,168.93 144,355,845.94 

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 

□是 否 

4、股本及股东情况 

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 

单位：股 

报告期

末普通

股股东

总数 

34,566 

年度报告披

露日前一个

月末普通股

股东总数 

36,905 

报告期末表

决权恢复的

优先股股东

总数 

0 

年度报告披露日

前一个月末表决

权恢复的优先股

股东总数 

0 

持有特别表

决权股份的

股东总数

（如有） 

0 

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条

件的股份数量 

质押、标记或冻结

情况 

股份状态 数量 

重庆鸿顺祥泰企业管理有限公司 
境内非国有

法人 
19.08% 90,345,865.00 0.00 不适用 0.00 

重庆宝利弘雅企业管理有限公司 
境内非国有

法人 
8.24% 39,009,322.00 0.00 不适用 0.00 

林林 境内自然人 5.13% 24,268,075.00 18,201,056.00 不适用 0.00 

弘威国际发展有限公司 境外法人 4.68% 22,148,073.00 0.00 不适用 0.00 

香港中央结算有限公司 境外法人 3.68% 17,401,552.00 0.00 不适用 0.00 

中国工商银行股份有限公司－诺

安成长混合型证券投资基金 
其他 3.32% 15,703,630.00 0.00 不适用 0.00 

招商银行股份有限公司－银河创

新成长混合型证券投资基金 
其他 3.13% 14,799,915.00 0.00 不适用 0.00 

中国建设银行股份有限公司－广

发科技先锋混合型证券投资基金 
其他 1.92% 9,106,375.00 0.00 不适用 0.00 

中国工商银行股份有限公司－易

方达创业板交易型开放式指数证

券投资基金 

其他 1.78% 8,435,607.00 0.00 不适用 0.00 

中国民生银行股份有限公司－广

发行业严选三年持有期混合型证

券投资基金 

其他 1.50% 7,079,066.00 0.00 不适用 0.00 

上述股东关联关系或一致行动的

说明 

公司股东重庆鸿顺祥泰企业管理有限公司、重庆宝利弘雅企业管理有限公司、弘威

国际发展有限公司、张勤女士、林林先生为一致行动人。 

除上述一致行动人关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行

动。 
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持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 

适用 □不适用 

单位：股 

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 

股东名称（全称） 

期初普通账户、信用

账户持股 

期初转融通出借股份

且尚未归还 

期末普通账户、信用

账户持股 

期末转融通出借股份

且尚未归还 

数量合计 
占总股本

的比例 
数量合计 

占总股本

的比例 
数量合计 

占总股本

的比例 
数量合计 

占总股本

的比例 

中国工商银行股份

有限公司－易方达

创业板交易型开放

式指数证券投资基

金 

4,353,788 0.93% 133,900 0.03% 8,435,607 1.78% 0 0.00% 

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 

□适用 不适用 

公司是否具有表决权差异安排 

□适用 不适用 

（2） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 

公司报告期无优先股股东持股情况。 

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 

 

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 

□适用 不适用 
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三、重要事项 

1、实施 2023 年年度权益分派 

2024年 5月 17日，公司召开 2023年度股东大会，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》。2024年 6月 12

日，公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-024）。本次权益分派已于 2024 年 6 月 19 日实施完

毕。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 

2、为子公司提供担保的进展 

2024 年 7月 12 日，公司作为保证人向招商银行股份有限公司无锡分行分别出具《不可撤销担保书》《最高额不可撤销

担保书》，约定由公司为全资子公司江阴圣邦微电子制造有限公司向招商银行申请 1亿元固定资产借款以及 0.5亿元授信额

度项下债务提供连带保证责任。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 

3、完成公司第五届董事会、监事会换届选举工作 

2024 年 8月 29 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司董事会换

届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议

案》等相关议案，上述议案经 2024 年 9 月 19 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会逐项审议通过，完成公司第五届董

事会、监事会换届选举工作。公司于同日召开第五届董事会第一次会议，完成选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员

和证券事务代表的工作。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 

4、实施《2023 年股票期权激励计划之预留授予》 

详细内容请参阅《2024 年年度报告》之“第四节 公司治理”中“十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员

工激励措施的实施情况”相关阐述。 
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